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2019年度厦门市重大科技项目
（工业及信息化领域）申报指南 

一、申报主体

每个项目均由在厦注册的企业牵头、联合产业上下游多个企业或高校科研院所按照本申报指南组成团队共同申请（每个项目最少2家单位、最多5家单位）。
二、项目类别

共性关键技术攻关及科技应用示范项目
三、扶持方式和金额

项目经集中评审后按竞争择优的原则予以无偿资助扶持，扶持资金300-2000万，原则上单家企业、高校科研院所最高为500万元。申报单位自筹资金与资助金额比例不少于2:1。

原则上每个方向重大科技项目立项数不超过2个。

四、申报条件

1.应按照“重点支持方向”所列的专题目标、研究内容等要求进行申报。项目任务书应明确具体，体现项目的创新性、合作性，且预期技术指标应量化可考核，在项目完成时能实现项目产品的产业化，并实现销售收入。

2.牵头企业与合作单位均需具备一定科研开发能力和基础，能为项目实施提供必要条件和资金保障。项目主要研发活动及应用转化地点应在厦门市域内。

3.申报第三代半导体和高端装备领域的牵头企业上一年营业收入需达1亿元以上、申报人工智能领域的牵头企业上一年营业收入需达5000万元以上、申报集成电路领域的牵头企业上一年营业收入需达2000万元以上。

4.每个项目可按需设置不超过5个子课题，每个子课题应有单独的资金预算和技术指标。项目验收时，对子课题及总体项目均需进行考核。

五、重点支持领域及方向

1.第三代半导体领域

方向一：碳化硅功率器件研发及产业化（专题编号：20190101）

研究目标：以芯片技术为核心，推动SiC材料外延、芯片制造、器件封装及在高功率转换系统应用中融合发展，引导产业链协同创新，以提高我市功率半导体产业竞争力。

研究内容：

（1）大尺寸SiC外延生长关键技术及产业化（>=6吋）。研究内容包含：电阻率及均匀性、厚度及均匀性、缺陷密度、产业化水平、外延速率等。

（2）SiC功率半导体芯片核心技术及无损检测技术研究。研究内容包含：6吋以上晶片生产技术、芯片核心工艺技术、产品重要参数和典型技术指标、产业化水平。

（3）SiC功率半导体器件、模块关键技术开发、可靠性设计研究及产业化。研究内容包含：产品（SBD、JFET、MOSFET、IGBT等分立器件及功率模块）重要参数和典型技术指标、产业化水平。

（4）基于SiC功率半导体器件（模块）在高功率高能效转换系统中应用技术开发。

申报要求：需至少完成以上研究内容的2项且必须包含第（4）项。

方向二：Micro-LED技术研发及产业化(专题编号：20190102）

研究目标：开发微LED器件，推动超高清技术在移动（可穿带式）显示、AR、手机显示器及大屏幕显示器等应用。

研究内容：

（1）芯片：含LED外延、芯片（R、G、B规定波长），要求芯片发光均匀性、一致性达到技术要求。

（2）转移技术：将巨量微小的LED转移至指定的衬底上，达到无损害转移。

（3）封装：微小LED芯片的电极连接及封装保护，要求达到高可靠性。

（4）应用：应用到相关的显示器上，并达到量产水平及相应的经济效益。

申报要求：需至少完成以上研究内容的2项且必须包含第（4）项。

方向三：III族氮化物深紫外固态光源研发及产业化（专题编号：20190103）

 研究目标：解决III族氮化物深紫外固态光源结构材料外延、芯片制备等难题，引导协同创新，持续支撑光电产业竞争力。

研究内容：

（1）高Al组分AlGaN深紫外固态光源新型结构材料的设计及外延技术，进一步提高量子效率。 

（2）紫外固态光源芯片结构设计及产业化技术。

（3）紫外固态光源封装材料结构及产业化技术。

（4）紫外固态光源应用技术。

申报要求：需至少完成以上研究内容的2项且必须包含第（4）项。

2.集成电路领域

方向一：高速通信关键技术研发及产业化（专题编号：20190201）

研究目标：围绕5G通信、射频通信、雷达通信产业需求，突破产业技术瓶颈，加强企业间合作，提高高速通信芯片产品的技术能力及产业化水平。

研究内容：

（1）5G通信相关芯片及关键技术。

（2）射频、毫米波芯片相关技术。

（3）高速通信电源类系统芯片。

申报要求：需至少完成以上研究内容中的一项。

方向二：智能信息处理系统芯片关键技术研发及产业化（专题编号：20190202）

研究目标：推动信息处理、人工智能专用芯片及系统的研发，提高企业系统集成水平、IP自主研发能力及产品的市场竞争力。

研究内容：

（1）通过专用信息处理IP（包括CPU、DSP、MCU等）应用技术。

（2）高速、高精度AD/DA芯片（含IP）技术。

（3）面向信息处理系统应用的电源、数字传感器技术。

（4）集成电路自主IP技术。

申报要求：需至少完成以上研究内容中的一项。

3.人工智能领域

方向一：多媒体、多模态信息融合关键技术研究及产业化（专题编号：20190301）

研究目标：开发多媒体、多模态等人工智能技术在车联网、智能家居、智慧医疗、智慧城市、机器人等领域的应用，引导企业通过合作，共同提升企业技术支撑能力，在业界形成一定影响力。

研究内容：

（1）面向海量数据的高级机器学习与知识管理技术。

（2）高效鲁棒的多媒体、多模态数据检测、识别与理解技术。

（3）面向智能信息系统的终端产品或应用，并取得一定经济效益。

申报要求：需完成以上所有研究内容。
方向二：人工智能模型（算法）在线测评技术研究及应用（专题编号：20190302）

研究目标：面向语音识别、视觉识别、自然语言处理等重点产品研发，以及工业、医疗、金融、交通等行业应用，开发高质量标准数据集、在线模型（算法）测评共性技术。鼓励3家以上企业联合申报，项目生成的数据集和测评系统需开放共享服务。
研究内容：

（1）研究面向特定应用的海量数据智能标注技术，形成一批具有共性特性的标注数据集。

（2）实现标注数据、模型及测评的标准化。

（3）模型（算法）测评系统支持在线测评。可根据算力按序运行模型（算法）进行测评，并反馈模型（算法）在数据集上的性能和准确率。

（4）数据和测评系统可应用于4个及以上行业。

申报要求：需完成以上所有研究内容。

4.高端装备领域

方向一：动力机械节能降耗关键技术研发及产业化（专题编号：20190401）

研究目标：围绕动力机械节能降耗技术需求，研究解决复合动力配置、检测、控制、核心零部件自主开发，联合相关企业，开展技术攻关突破关键瓶颈问题，提升动力机械产品研发能力和市场竞争力。

研究内容：

（1）研究解决新能源动力匹配优化方案与技术措施，包括参数匹配、功率分流、能量回收等关键技术；研究开发新一代复合动力/纯电力控制系统、核心控制芯片；关键零部件设计制造。
（2）研制开发节能降耗动力机械整机装备样机，建立相应的评测方法和检验标准；建设机电装备节能降耗的技术研发平台。

（3）研究开发基于互联网技术、大数据支持的新能源机电装备的运行/运营系统。

申报要求：需至少完成以上研究内容中的一项。

方向二：大型复杂装备及其关键零部件制造研发及产业化（专题编号：20190402）

研究目标：支持开发集成大数据、高端装备、工业机器人、增减材制造等先进技术在大型复杂装备制造产业的应用，形成以工业机器人和大数据处理技术融合为核心的大型装备维修与关键零部件制造的应用示范，提高并推进厦门地区制造产业的长足发展。

研究内容：

（1）基于大数据的关键大型装备维修与管控协同关键共性化技术及其典型应用。

（2）关键大型复杂装备零部件的精密与增减材制造。

（3）工业机器人协同的智能远程大型复杂装备维修与服务。

（4）以大数据处理与物理网技术为基础、融合高端制造检测装备与工业机器人的大型复杂装备维修与关键零部件制造及产业化。

申报要求：需至少完成以上研究内容中的一项。

方向三：智能制造及机器人技术研发及产业化（专题编号：20190403）

研究目标：围绕智能制造关键技术，提供相关行业的智能制造解决方案，提高企业在行业中的竞争力。

研究内容：

（1）基于云模式的设计-制造-服务协同关键技术；制造物联网泛在感知关键技术；大数据驱动的解决分析与预测关键技术；加工工艺数据库技术。

（2）高端数控机床智能化设计及制造技术及应用。

（3）卫浴及相关行业的智能化设计及制造技术及应用。

（4）输配电相关行业的智能化设计及制造技术及应用。

（5）传统工业制造装备的智能化改造技术及应用。

（6）研制制造、服务及特种机器人，面向制造、教育、医疗、科普、物流或复杂环境中开展应用。

申报要求：需至少完成以上研究内容中的一项。

（业务咨询电话：高新技术处2021812、2021887）
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